Technische Universitat Dresden
Fakultat Elektro- und Informationstechnik

Ordnung fiir das Zertifikatsangebot
~Microelectronic Engineering”

Vom 16. Marz 2026

Aufgrund von 839 und 8 14 Absatz 4 Satz 1 des Sachsischen Hochschulgesetzes vom
31. Mai 2023 (SachsGVBI. S. 329), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 31. Januar 2024
(SachsGVBI. S.83) geandert worden ist, hat der Fakultdtsrat der Fakultdt Elektro- und
Informationstechnik der Technischen Universitat Dresden (TUD) die folgende Ordnung als
Satzung erlassen, die vom Rektorat genehmigt wurde:
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§1
Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung legt Ziele, Organisation, Inhalt, Aufbau und Ablauf des Zertifikatsangebots
»Microelectronic Engineering” fest. Das Zertifikatsangebot ist ein zusatzliches Studienangebot der
Fakultat Elektro- und Informationstechnik (Eul) der TUD (kein Nebenfach). Diese Ordnung gilt fir
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zertifikatsangebots.

(2) FUr Fragen der Zulassung, Immatrikulation und Exmatrikulation sowie zum bestehenden
Studienrechtsverhaltnis findet die Immatrikulationsordnung der TUD, fur Prifungsverfahren und
Leistungsbewertungen die Regelungen der Allgemeinen Prifungsordnung (APO) der TUD, fur die
Datenverarbeitung die Rahmenordnung Uber die Verarbeitung personenbezogener Daten an der
TUD (Rahmenordnung VpbD) und fur die GebuUhrenerhebung die Hochschulgebihren- und
Entgeltordnung der TUD in ihrer jeweiligen Fassung sinngemal Anwendung.

(3) Abweichend von der APO haben Zertifikatsangebote keine Abschlussarbeit, kein
Kolloquium und keine Abschlussprufung, sodass alle Regelungen der APO keine Anwendung
finden, die sich darauf oder auf die Gesamt- oder Endnote beziehen. So sind insbesondere § 15
Absatz 6, § 20, § 27, § 28 der APO von einer Anwendung ausgenommen.

(4) Fur das Qualitatsmanagement gelten die "Grundsatze des Qualitdtsmanagements flr
Studium und Lehre" der TUD in der jeweils gultigen Fassung.

§2
Ziele, Zielgruppen

(1) Ziel dieses Zertifikatsangebots ist es, sowohl Studierenden in MINT-Studiengangen
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) der TUD studienbegleitend eine
wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisbezogene Ausbildung im Bereich Microelectronic
Engineering zu ermdglichen, als auch Bildungsinteressierten, die bereits Uber einen ersten
Hochschulabschluss in  einem  MINT-Studiengang verfligen beziehungsweise die
Voraussetzungen nach § 18 SachsHSG erfullen und Uber Berufserfahrungen im Halbleiterbereich
verfugen, die Mdoglichkeit zu geben, mit dem Zertifikatsprogramm ihr Wissen und ihre
Kompetenzen im Halbleiterbereich nach neuesten akademischen Standards zu erneuern,
erweitern oder vertiefen.

(2) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfiigen am Ende des Zertifikatsangebots Uber
grundlegende Kenntnisse im Bereich des Microelectronic Engineering und tGber Wissen in Bezug
auf technologische Komponenten und wesentliche Elemente des Chip Designs. Studierende, die
begleitend zu ihrem reguldren Studiengang an dem Zertifikatsangebot teilnehmen, erwerben
insbesondere grundlegende Kompetenzen, die sie auf eine Tatigkeit im Halbleiterbereich
vorbereiten.

§3
Beginn, Dauer

(1) Der Beginn des Zertifikatsangebots ist jeweils zum Sommersemester und zum
Wintersemester maoglich.
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(2) Die Regelstudienzeit fur die Absolvierung des gesamten Zertifikatsangebots betragt drei
Semester.

(3) Die Teilnahme kann nicht fortgefuhrt werden, wenn die regulare Dauer nach Absatz 2 um
vier Semester Uberschritten wird. Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer erhalt einen Bescheid
Uber die Beendigung des Zertifikatsangebots.

§4
Aufbau, Ablauf und Inhalt

(1) Das Zertifikatsangebot setzt sich grundsatzlich aus drei Bausteinen zusammen und ist
innerhalb der Bausteine modular aufgebaut.
1. Baustein: Chip Technology (siehe Anlagen 1 und 2)

a)

b)

Im Baustein Chip Technology werden Grundlagen der Mikroelektronik, allgemeines
Grundwissen sowie, abhangig von der Wahl der Teilnehmerin oder des Teilnehmers,
Wissen und Kompetenzen in den Schwerpunkten Prozesstechnik & Prozessintegration,
grundlegende Design- und Chip-Architekturkonzepte sowie Operations & Equipment
Engineering vermittelt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussen ein Grundlagenmodul und zwei bis vier
Vertiefungsmodule im Umfang von insgesamt mindestens 15 ECTS und maximal 20 ECTS
absolvieren.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das Zertifikatsangebot begleitend zu ihrem
regularen Studiengang absolvieren, missen fur das Zertifikat zusatzlich eine
Veranstaltung aus dem 3. Baustein Performance belegen. Alle anderen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer kénnen optional an Performance-Veranstaltungen teilnehmen.

2. Baustein: Chip Design (siehe Anlagen 3 und 4)

a)

b)

9

Im Baustein Chip Design werden Grundlagen des Chip Designs sowie, abhangig von der
Wahl der Teilnehmerin oder des Teilnehmers, Wissen und Kompetenzen in den
Schwerpunkten Chip Design (VLSI-, ASIC-Design, Analog- und Digital-Design, Speicher)
und Chip Technologie (MEMS- Technologie & Design) sowie die Grundlagen der
Entwurfsmethodik und -automatisierung vermittelt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussen ein Grundlagenmodul und zwei bis vier
Vertiefungsmodule im Umfang von insgesamt mindestens 15 ECTS und maximal 20 ECTS
absolvieren.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das Zertifikatsangebot begleitend zu ihrem
reguldaren Studiengang absolvieren, mussen fur das Zertifikat zusatzlich eine Veranstaltung
aus dem 3. Baustein Performance belegen. Alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
kdnnen optional an Performance-Veranstaltungen teilnehmen.

3. Baustein: Performance

a)

b)
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Im Baustein Performance werden Soft Skills vermittelt, die die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer auf den Berufseinstieg vorbereiten und in Abstimmung mit dem Career
Service semesterweis angeboten werden. Es werden wesentliche Aspekte bezuglich
relevanter Prasentationstechniken, des Schreibens wissenschaftlich-technischer Texte, KI-
unterstlitzten Schreibens sowie Techniken des erfolgreichen Projektmanagements
vermittelt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das Zertifikatsangebot begleitend zu ihrem
regularen Studiengang absolvieren, mussen fur das Zertifikatsangebot insgesamt drei
Veranstaltungen (jeweils eine im Rahmen der Bausteine 1 und 2 sowie eine weitere) aus
dem Programm des Career Service auswahlen. Alle anderen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kdnnen optional an Veranstaltungen im Baustein Performance teilnehmen.
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(2) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kénnen auch ausschlie3lich entweder Baustein 1
oder 2 belegen.

(3) Der Vermittlung des Lehrstoffs dienen Lehrveranstaltungen, wie insbesondere
Vorlesungen, begleitende Ubungen und Seminare. Die Lehrveranstaltungen kénnen entweder in
Prasenz oder als Online-Veranstaltungen stattfinden und werden durch ein Selbststudium
erganzt. Die Lehrveranstaltungen sind Bestandteil regularer Studiengange und finden
Uberwiegend in deutscher Sprache statt.

(4) Qualifikationsziele, Inhalte, umfasste Lehr- und Lernformen, Voraussetzungen, Haufigkeit,
Arbeitsaufwand sowie Dauer der einzelnen Module sind den Modulbeschreibungen zu
entnehmen.

§5
Zugangsvoraussetzungen und Zulassung

(1) Zugangsvoraussetzungen fir eine Teilnahme sind:

1. die Immatrikulation in einen MINT-Studiengang der TUD oder

2. die allgemeine Hochschulreife, eine fachgebundene Hochschulreife in der entsprechenden
Fachrichtung oder eine durch die Hochschule als gleichwertig anerkannte
Hochschulzugangsberechtigung sowie mehrjahrige Berufserfahrungen im Halbleiterbereich
oder

3. ein erster in Deutschland anerkannter berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem
MINT-Studiengang oder ein Abschluss einer staatlichen oder staatlich anerkannten
Berufsakademie in einem MINT- Studiengang

(2) In den Modulen:

Eul-ET-C-AVTdE Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik
Eul-ET-E-Hybri Hybridintegration

Eul-ET-E-RFICE Radio Frequency Integrated Circuits

EuI-ET-E-ICAND Innovative Concepts for Active Nanoelectronic Devices
Eul-ET-C-RgSKE Rechnergestitzter Schaltkreisentwurf

Eul-ET-E-VLSI VLSI Processor Design

Eul-ET-E-EntwA Entwurfsautomatisierung

Eul-ET-E-ICBC Integrated Circuits for Broadband Optical Communications
9. Eul-ET-E-EMS Elektromechanische und mikroelektromechanische Systeme
ist die Teilnahme durch die Anzahl der vorhandenen Platze jeweils auf 20 beschrankt, die Auswahl
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt durch Losverfahren.

©®NouhkwnN =

§6
Gebiihren

(1) Von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die an der TUD parallel zu dem Zertifikatsangebot
in regularen Studiengangen immatrikuliert sind und nicht bereits Uber einen ersten in
Deutschland anerkannten Hochschulabschluss in einem MINT-Studiengang oder einen Abschluss
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie in einem MINT- Studiengang
verfugen, werden fir die Teilnahme an dem Zertifikatsprogramm beziehungsweise an einzelnen
Bausteinen des Programms keine Gebuhren erhoben. Von Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
die an der TUD parallel zu dem Zertifikatsangebot in einen Masterstudiengang immatrikuliert
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sind, werden flr die Teilnahme an dem Zertifikatsprogramm beziehungsweise an einzelnen
Bausteinen des Programms ebenfalls keine GebUhren erhoben.

(2) Von allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhebt die TUD flur die Teilnahme
am Zertifikatsangebot (Baustein 1 und 2) gemal3 §8 39 Absatz 1, 13 Absatz 6 Nr. 2 SachsHSG in
Verbindung mit Anlage 1, Gebuhrentatbestand A., Nr. 5 Hochschulgebthren- und Entgeltordnung
der TUD Gebuhren in Héhe von 6 000 Euro.

(3) Sollten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemdall 8 4 Absatz 2 dieser Ordnung
ausschlie3lich den Baustein 1 oder den Baustein 2 (jeweils mindestens 15 ECTS und maximal
20 ECTS) belegen, werden fur den jeweiligen Baustein Gebuthren in Hohe von 3 000 Euro erhoben.

(4) Zusatzlich zu den Gebuhren ist von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern pro Semester
der Semesterbeitrag in der jeweils festgelegten Hohe zu entrichten.

§7
Organisation

Trager des Zertifikatsangebots ist die Fakultat Elektro- und Informationstechnik (Eul). Belange
zur Regelung der Prifungen werden vom zustandigen Prifungsausschuss entschieden.

§8
Leistungspunkte

Leistungspunkte (LP) werden gemaR dem European Credit Transfer System (ECTS) vergeben.
Sie dokumentieren die durchschnittliche Arbeitsbelastung der Studierenden sowie ihren
individuellen Studienfortschritt. Ein Leistungspunkt (1LP = 1ECTS) entspricht einer
Arbeitsbelastung von 30 Stunden.

§9
Zertifikat

(1) Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird das Zertifikat “Diploma of Advanced Studies (DAS)
TUD in Microelectronic Engineering” verliehen, wenn sie nachweisen, dass sie die Bausteine 1 und
2 des Zertifikatsangebots im Umfang von mindestens 30 ECTS erfolgreich absolviert haben.

(2) Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das Zertifikatsangebot begleitend zu ihrem
regularen Studium absolvieren, mussen fir das erfolgreiche Absolvieren des Zertifikatsangebots
zusatzlich den Nachweis Uber die Teilnahme an drei Performance-Veranstaltungen erbringen.

(3) Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die ausschlieRen Baustein 1 oder Baustein 2 im Umfang
von jeweils mindestens 15 ECTS und maximal 20 ECTS absolviert haben, wird das entsprechende
Zertifikat verliehen:

1. Baustein Chip Technology: Zertifikat “Certificate of Advanced Studies TUD in Chip Technology”
oder
2. Baustein Chip Design: Zertifikat "Certificate of Advanced Studies TUD in Chip Design”.

(4) Das Zertifikatsangebot wird durch die erfolgreiche Teilnahme an den Prifungen aller
erforderlichen Module in den jeweiligen Bausteinen (vergleiche 8 4 dieser Ordnung)
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abgeschlossen. Im Zertifikat werden alle Bausteine mit den Modulen aufgelistet, die erfolgreich
absolviert wurden sowie die Performance-Veranstaltungen, an denen teilgenommen wurde.

(5) Das Zertifikat wird von der Rektorin der TUD unterzeichnet.
§10
Beratung
(1) Die allgemeine Beratung zu dem Zertifikatsangebot erfolgt durch das Zentrum fur
Weiterbildung der TUD und erstreckt sich insbesondere auf Fragen zum Zertifikatsangebot im
Allgemeinen, Teilnahme- und Einschreibemodalitdten sowie die Erstellung des Zertifikats.
(2) Die studienbegleitende fachliche Beratung obliegt der jeweils fir das Modul zustandigen

Studienfachberatung. Die fachliche Studienberatung unterstitzt die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer insbesondere auch in Fragen der Auswahl von Modulen.

§11
Inkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt einen Tag nach der Verdffentlichung in den Amtlichen
Bekanntmachungen der TU Dresden in Kraft.

(2) Sie gilt fur alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zum Sommersemester 2026 oder

spater das Studium in dem Zertifikatsangebot Microelectronic Engineering an der TUD
aufnehmen.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt. Sie ist in den Amtlichen
Bekanntmachungen der TU Dresden 6ffentlich bekannt zu machen.

Dresden, den 16. Marz 2026

Die Rektorin
der Technischen Universitat Dresden

In Vertretung

Prof. Dr. Lars Bernard
Prorektor Digitalisierung und Universitatsentwicklung
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Anlage 1
(zu 8 4 Absatz 1 Nummer 1)
1. Baustein: Chip Technology

I Der Baustein besteht aus zwei Grundlagen- und vier Vertiefungsmodulen:
Grundlagenmodule:

e Technologien der Mikroelektronik

e Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik
Vertiefungsmodule:

e Mikrosysteme flr Mikroelektronik

e Plasma Technology

e Hybridintegration

e Halbleitertechnologie / Prozessintegration
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Anlage 2
(zu 8 4 Absatz 1 Nummer 1)
Modulbeschreibungen des Bausteins Chip Technology

Modulname

Technologien der Mikroelektronik

Modulnummer

Eul-MZP-G-TeMe

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr.-Ing. Thomas Mikolajick
thomas.mikolajick@tu-dresden.de

Quialifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden die Fahigkeit,
mit grundlegenden Prinzipien zur Herstellung und Miniaturisierung
von Bauelementen wund Schaltkreisen zu arbeiten und die
Wirkungsweisen der Einzeltechnologien und deren Zusammenwirken
zu einfachen Prozessablaufen zu verstehen.

Inhalte Inhalte des Moduls sind die physikalisch-technischen Grundlagen zur
Herstellung von elektronischen Bauelementen mit Hilfe von
Mikrotechnologien.

Lehr- und 3 SWS Vorlesungen sowie Selbststudium

Lernformen

Voraussetzungen fir
die Teilnahme

Es werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den Modulen
Algebraische und analytische Grundlagen, Grundlagen der
Elektrotechnik, Werkstoffe und Physik erwerbbar sind.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Grundlagenmodul des Mikrozertifikatprogrammes
Chip Technology innerhalb des Zertifikatprogrammes Microelectronic
Engineering. Es schafft die Voraussetzungen fur die Module, die dieses
Modul im Feld ,Voraussetzungen fir die Teilnahme* auflisten.

Voraussetzungen fur
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulpritfung besteht aus einer Klausurarbeit von
90 Minuten Dauer.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 4 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 120 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Modulnummer

Eul-ET-C-AVTdE

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Karlheinz Bock
karlheinz.bock@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden spezielle
Kenntnisse, Kompetenzen und praktische Fertigkeiten zur Montage
von gehausten und ungehausten elektronischen Bauelementen
sowie zur Herstellung von Verdrahtungstragern. Weiterhin kénnen
sie die theoretischen Grundlagen der stoffschlussigen
Verbindungstechniken Bonden, Loten und Kleben sowie der
subtraktiven und additiven Strukturierungstechniken fur
Verdrahtungstrager anwenden. Sie sind vertraut mit den
Technologien und Ausristungen zur Anwendung dieser Verfahren.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Trends in der Aufbau- und
Verbindungstechnik der Elektronik, Aufbau- und
Verbindungstechniken fur Halbleiterbauelemente,
Montagetechnologien fur Halbleiterbauelemente,
Dunnschichtverdrahtungstragertechnologien,
Dickschichtverdrahtungstragertechnologien,
Leiterplattentechnologien, Oberflachentechniken fur elektronische
Komponenten sowie optische Verbindungstechniken fir
Leiterplatten.

Lehr- und
Lernformen

2 SWS Vorlesungen, 2 SWS Praktika sowie Selbststudium

Voraussetzungen fir
die Teilnahme

Es werden die in den Modulen Praxis Elektronik-Technologie und
Gerateentwicklung zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Pflichtmodul des Hauptstudiums der
Studienrichtung Mikroelektronik im Diplomstudiengang
Elektrotechnik. Es schafft die Voraussetzungen fir die Module, die
dieses Modul im Feld ,Voraussetzungen fir die Teilnahme" auflisten.

Voraussetzungen fur
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprufung besteht aus einer Klausurarbeit von
90 Minuten Dauer und einer Komplexen Leistung im Umfang von 12
Stunden.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 5 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Noten
der Prufungsleistungen. Hierbei wird die Klausurarbeit zweifach und
die Komplexe Leistung einfach gewichtet.
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Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Wintersemester,

angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 150 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst zwei Semester.
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Modulname

Mikrosysteme fiir die Mikroelektronik

Modulnummer

Eul-MZP-V-MsMe

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr.-Ing. Andreas Richter
andreas.richter7@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls beherrschen die Studierenden Aufbau
und Integration von Mikrosystemen, kennen die Fertigungskonzepte
und Grundstrukturen der Mikromechanik fir Silizium und Polymere.
Sie sind mit den wesentlichen Wandlerprinzipien vertraut und kénnen
diese flr ausgewahlte Mikrosysteme inklusive Sensoren, Aktoren und
Mikrofluidik anwenden.

Inhalte Inhalte des Moduls sind die Grundlagen der Mikrosystemtechnik,
spezifische Fertigungskonzepte, die Konzepte der Mikromechanik
sowie die wesentlichen Wandlerkonzepte sowie deren sensorische
und aktorische Anwendungen.

Lehr- und 2 SWS Vorlesungen sowie Selbststudium

Lernformen

Voraussetzungen fur
die Teilnahme

Es werden die im Grundlagenmodul Technologien der Mikroelektronik
zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Vertiefungsmodul des Mikrozertifikatprogrammes
Chip Technology innerhalb des Zertifikatprogrammes Microelectronic
Engineering. Es schafft die Voraussetzungen fur die Module, die dieses
Modul im Feld ,Voraussetzungen fiir die Teilnahme* auflisten.

Voraussetzungen fur
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus einer Klausurarbeit von
90 Minuten Dauer.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 3 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 90 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Plasma Technology

Modulnummer

Eul-ET-E-PlaTe
(EuI-IST-E-PlaTe, EuI-NES-E-PlaTe)

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr. rer. nat. habil. Elizabeth von Hauff
elizabeth.von_hauff@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls haben die Studierenden ein
grundlegendes Verstandnis der physikalischen Eigenschaften von
Plasmen, die in industriellen Prozessen und Anlagen verwendet
werden. Zudem sind sie in der Lage, geeignete technische
Plasmaquellen und Plasmaprozessanalagen fir bestimmte
Anwendungen auszuwahlen. Weiterhin kdnnen sie typische Beispiele
fir  Schichten und  Schichtstapel in den  wichtigsten
Anwendungsfeldern fur Beschichtungen benennen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Grundlagen der Plasmaphysik, industrielle
Plasmaprozesse und das Design von Prozessanlagen sowie
Grundlagen des Dunnschichtwachstums, Hartstoffschichten und
Barrieren, Glasbeschichtungen und optische Beschichtungen,
elektronische und funktionelle Beschichtungen und
Behandlungsverfahren.

Lehr- und
Lernformen

4 SWS Vorlesungen, 2 SWS Ubungen sowie Selbststudium. Die
Lehrsprache der Vorlesungen und Ubungen ist Englisch.

Voraussetzungen fir
die Teilnahme

In den Diplomstudiengangen Elektrotechnik und
Informationssystemtechnik werden die in dem Modul Technologien
und Bauelemente der Mikroelektronik zu erwerbenden Kompetenzen
vorausgesetzt. Im Masterstudiengang Nanoelectronic Systems
werden Kenntnisse zu Technologien und Bauelemente der
Mikroelektronik auf Bachelorniveau vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich
Kompetenzvertiefung nach § 6 Absatz 3 SO und § 33 Absatz 4 PO des
Hauptstudiums  der  Studienrichtung Mikroelektronik  im
Diplomstudiengang Elektrotechnik. Des Weiteren ist es ein
Wabhlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich Kompetenzvertiefung
nach 8 6 Absatz 3 SO und § 33 Absatz 3 PO des Hauptstudiums des
Fachgebietes Mikroelektronik, Elektronische Schaltungen und
Systeme im  Diplomstudiengang Informationssystemtechnik.
AulRerdem ist es ein Wahlpflichtmodul nach &8 6 Absatz 2 SO und § 33
Absatz 3 PO im Masterstudiengang Nanoelectronic Systems. Es schafft
die Voraussetzungen fir die Module, die dieses Modul im Feld
~Voraussetzungen fir die Teilnahme” auflisten.
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Voraussetzungen fir
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprtfung besteht aus einer Klausurarbeit von
90 Minuten Dauer.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 7 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 210 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Hybridintegration

Modulnummer

Eul-ET-E-Hybri
(EUI-IST-E-Hybri)

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Karlheinz Bock
karlheinz.bock@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden Kompetenzen
der DUnn- und Dickschichttechnologien, der Hybridtechnik sowie der
Aufbau- und Verbindungstechnik, das heit Packaging, solcher
Baugruppen. Die Studierenden kennen die Mikro- und Nano-
Integration und sind befdhigt zur Loésung innovativer
Aufgabenstellungen fir die Aufbau- und Verbindungstechnik. Die
Studierenden sind in der Lage, geeignete Technologien zu bewerten
und auszuwahlen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind die Hybridtechnik mit den Technologien der
Hybridtechnik, der Dunn- und Dickschichttechnologien, der
Tragermaterialien und Pasten, den thermischen Prozessen, der Ein-
und Mehrebenentechnik, den Entwurfsregeln und der Ausfuhrung von
Baugruppen, Hybridisierung, Komponenten, Gehduse sowie der
Lasermaterialbearbeitung,  des  Druckens, Brennens  und
Strukturabgleichs, den Bauelementeverbindungstechniken, das heif3t
Kontaktierung, und der beziehungsweise des Baugruppenfunktions-
prifung und -schutzes. Weiterhin beinhaltet das Modul die Mikro- und
Nano-Integration mit der Mikro-Nano-Integration elektronischer
Komponenten, der Nanoskalierung und den Nanomaterialien, den
Verfahren zur Nanostrukturierung, den Werkzeugen der
Nanotechnologie, den Photonischen- und Nano-Systemen sowie der
3D Integration.

Lehr- und
Lernformen

4 SWS Vorlesungen, 2 SWS Praktika, 3 Tage a 8 Stunden Exkursionen
sowie Selbststudium

Voraussetzungen fir
die Teilnahme

Es werden die in dem Modul Technologien und Bauelemente der
Mikroelektronik zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt.
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Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich
Kompetenzvertiefung nach 8 6 Absatz 3 SO und § 33 Absatz 4 PO des
Hauptstudiums der Studienrichtungen Gerate-, Mikro- und
Medizintechnik sowie Mikroelektronik im Diplomstudiengang
Elektrotechnik. Des Weiteren ist es ein Wahlpflichtmodul aus dem
Wabhlpflichtbereich Kompetenzvertiefung nach § 6 Absatz 3 SO und §
33 Absatz 3 PO des Hauptstudiums des Fachgebietes Mikroelektronik,
Elektronische Schaltungen und Systeme im Diplomstudiengang
Informationssystemtechnik. Es schafft die Voraussetzungen fur die
Module, die dieses Modul im Feld ,Voraussetzungen fir die
Teilnahme* auflisten.

Voraussetzungen fur
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprtfung
bestanden ist. Die Modulprtfung besteht aus einer Klausurarbeit von
150 Minuten Dauer und einer Komplexen Leistung im Umfang von 12
Stunden.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 7 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Noten
der Prifungsleistungen. Hierbei wird die Klausurarbeit zweifach und
die Komplexe Leistung einfach gewichtet.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 210 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Halbleitertechnologie / Prozessintegration

Modulnummer

Eul-MZP-V-HItPi

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr. rer. nat. habil. Artur Erbe
artur.erbe@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls beherrschen die Studierenden die
Prozessintegration, d.h. die sinnvolle Zusammenstellung der
Einzelprozessschritte, um einen integrierten Schaltkreis zu generieren.
Sie kennen die Schritte, die bei der Entwicklung von CMOS und
bipolaren Bauteilen verwendet werden. Sie verstehen die
grundlegenden Bauelemente, die fur Leistungshalbleiter relevant
sind, und besitzen ein Verstandnis der modernen Aufbau- und
Verbindungsmethoden sowie mdgliche zukinftige Entwicklungen der
Integration von elektronischen Bauteilen.

Inhalte Inhalte des Moduls sind die Grundlagen der Prozessintegration,
Technologien der Mikrostrukturierung sowie die Herstellung
komplexer miniaturisierter Systeme, Bauelemente der
Leistungshalbleiter, moderne Aufbau- und Verbindungsmethoden
sowie Entwicklungstrends der elektronischen Bauteilintegration.

Lehr- und 2 SWS Vorlesungen sowie Selbststudium

Lernformen

Voraussetzungen fur
die Teilnahme

Es werden die in den Modulen Grundlagen der Elektrotechnik,
Werkstoffe sowie Technologien und Bauelemente der Mikroelektronik
zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Vertiefungsmodul des Mikrozertifikatprogrammes
Chip Technology innerhalb des Zertifikatprogrammes Microelectronic
Engineering. Es schafft die Voraussetzungen fur die Module, die dieses
Modul im Feld ,Voraussetzungen fir die Teilnahme* auflisten.

Voraussetzungen fir
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus einer nicht 6ffentlichen
Muandlichen Prufungsleistung als Einzelprifung von 35 Minuten
Dauer. Bei mehr als 15 angemeldeten Studierenden wird die
Mundliche Prufungsleistung durch eine Klausurarbeit von 90 Minuten
Dauer ersetzt; gegebenenfalls wird dies den angemeldeten
Studierenden am Ende des Anmeldezeitraums in der jeweils Ublichen
Weise bekannt gegeben.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 3 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.
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Haufigkeit des Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten.
Moduls

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 90 Stunden.

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester.
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Anlage 3
(zu 8 4 Absatz 1 Nummer 2)
2. Baustein: Chip Design

I Der Baustein besteht aus zwei Grundlagen- und 13 Vertiefungsmodulen:

Grundlagenmodule:

Elektronische Bauelemente
Schaltungstechnik

Vertiefungsmodule:

Numerische Bauelemente-Simulation

Modellierung fur den Schaltungsentwurf

Digitale Schaltungstechnik

Memory Technology

Integrierte Analogschaltungen

Radio Frequency Integrated Circuits

Innovative Concepts for Active Nanoelectronic Devices
Rechnergestutzter Schaltkreisentwurf

Thermischer Entwurf

VLSI Processor Design

Entwurfsautomatisierung

Integrated Circuits for Broadband Optical Communications
Elektromechanische und mikroelektromechanische Systeme
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Anlage 4
(zu 8 4 Absatz 1 Nummer 2)
Modulbeschreibungen des Bausteins Chip Design

Modulname

Elektronische Bauelemente

Modulnummer

Eul-MZP-G-EIBe

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Dr.-Ing. Jérg Herricht
joerg.herricht@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden die Fahigkeit,
auf Basis einer vereinfachten Beschreibung der physikalischen
Potentialverhaltnisse und Transportmechanismen in Halbleitern die
grundlegende Funktionsweise und die elektrischen Eigenschaften der
wichtigsten Halbleiterbauelemente zu verstehen, die wichtigsten
Kennlinien zu diskutieren, physikalische Modellbeschreibungen -
einschliel3lich Ersatzschaltbilder - von Halbleiterbauelementen fur
deren Anwendungen zu konstruieren.

Inhalte Inhalte des Moduls sind die physikalischen Grundlagen elektronischer
Bauelemente.

Lehr- und 2 SWS Vorlesungen, 1 SWS Ubungen sowie Selbststudium

Lernformen

Voraussetzungen fur
die Teilnahme

Es werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den Modulen
Algebraische und analytische Grundlagen, Mehrdimensionale
Differential- und Integralrechnung, Grundlagen der Elektrotechnik,
Werkstoffe und Physik erwerbbar sind.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Grundlagenmodul des Mikrozertifikatprogrammes
Chip Design innerhalb des Zertifikatprogrammes Microelectronic
Engineering. Es schafft die Voraussetzungen fur die Module, die dieses
Modul im Feld ,Voraussetzungen fur die Teilnahme* auflisten.

Voraussetzungen fur
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus einer Klausurarbeit von
120 Minuten Dauer.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 4 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 120 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Schaltungstechnik

Modulnummer

Eul-ET-C-ST
(EUI-BMT-C-ST, EUI-IST-C-ST, EuI-MT-C-ST, Eul-RES-E-ST)

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr. sc. techn. habil. Frank Ellinger
frank.ellinger@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls beherrschen die Studierenden die
grundlegenden Prinzipien, die Analyse und die Dimensionierung von
elektronischen Grundschaltungen. Aus den Topologien der
Schaltungen kénnen Studierende deren Funktion ableiten und deren
Eigenschaften berechnen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind die Grundlagen von analogen und digitalen
elektronischen Schaltungen unter Verwendung von Transistoren.
Folgende Schaltungen werden behandelt: Verstarker-
Grundschaltungen, Differenzverstarker, Operationsverstarker
inklusive Anwendungsbeispiele wie beispielsweise aktive Filter,
Oszillatoren, Inverter, Grundlagen der Digitaltechnik, Flipflops,
kombinatorische Schaltnetze, sequentielle Schaltungen sowie Analog-
zu-Digital-Umsetzer.

Lehr- und
Lernformen

2 SWS Vorlesungen, 2 SWS Ubungen sowie Selbststudium

Voraussetzungen fur
die Teilnahme

Es werden die in den Modulen Algebraische und analytische
Grundlagen sowie Grundlagen der Elektrotechnik zu erwerbenden
Kompetenzen vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist jeweils ein Pflichtmodul des Grundstudiums in den
Diplomstudiengdngen Elektrotechnik, Informationssystemtechnik,
Mechatronik und Biomedizinische Technik. Des Weiteren ist es ein
Wahlpflichtmodul zur fachlichen Orientierung gemaR 8 6 Absatz 3 SO
und § 33 Absatz 3 PO des Hauptstudiums im Diplomstudiengang
Regenerative Energiesysteme. Es schafft die Voraussetzungen fur die
Module, die dieses Modul im Feld ,Voraussetzungen fir die
Teilnahme*” auflisten.

Voraussetzungen fur
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprtfung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus einer Klausurarbeit von
120 Minuten Dauer.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 5 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 150 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Numerische Bauelemente-Simulation

Modulnummer

Eul-MZP-V-NuBeS

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Dr.-Ing. J6rg Herricht
joerg.herricht@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls beherrschen die Studierenden die
Beschreibung des Bauelemente-Verhaltens auf Basis wichtiger
physikalischer Modelle. Sie verstehen und implementieren
numerische Ldésungsmethoden fur physikalische Modelle, lernen
computergestitzte Werkzeuge zur numerischen Simulation von
mikro- und nanoelektronischen Bauelementen kennen und wenden
diese an.

Inhalte Inhalte des Moduls sind Aufbau, Wirkungsweise und elektrische
Eigenschaften mikro- und nanoelektronischer Bauelemente fur
integrierte Schaltungen

Lehr- und 2 SWS Vorlesungen, 1 SWS Ubungen sowie Selbststudium

Lernformen

Voraussetzungen fur
die Teilnahme

Es werden die in dem Grundlagenmodul Elektronische Bauelemente
zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Vertiefungsmodul des Mikrozertifikatprogrammes
Chip Design innerhalb des Zertifikatprogrammes Microelectronic
Engineering. Es schafft die Voraussetzungen fur die Module, die dieses
Modul im Feld ,Voraussetzungen fiir die Teilnahme* auflisten.

Voraussetzungen fur
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus einer Klausurarbeit von
150 Minuten Dauer.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 3 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 90 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Modellierung fiir den Schaltungsentwurf

Modulnummer

Eul-MZP-V-ModSe

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Dr.-Ing. J6rg Herricht
joerg.herricht@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls beherrschen die Studierenden die
Anwendung computergestitzter Werkzeuge zur numerischen
Simulation von Bauelementen. Sie koénnen Ersatzschaltbilder
konstruieren, Kompaktmodelle realistischer Bauelemente entwickeln
und Modellparameter an Messungen anpassen.

Inhalte Inhalte des Moduls sind Methoden zur Modellierung von
Bauelementen fir den Entwurf integrierter Schaltungen.

Lehr- und 2 SWS Vorlesungen, 1 SWS Ubungen sowie Selbststudium

Lernformen

Voraussetzungen fur
die Teilnahme

Es werden die in dem Grundlagenmodul Elektronische Bauelemente
sowie im Vertiefungsmodul Numerische Bauelemente-Simulation zu
erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Vertiefungsmodul des Mikrozertifikatprogrammes
Chip Design innerhalb des Zertifikatprogrammes Microelectronic
Engineering. Es schafft die Voraussetzungen fir die Module, die dieses
Modul im Feld ,Voraussetzungen fir die Teilnahme* auflisten.

Voraussetzungen fur
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprtfung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus einem Portfolio im
Umfang von 50 Stunden

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 4 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 120 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Digitale Schaltungstechnik

Modulnummer

Eul-MZP-V-DiSt

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Georg Mayr
christian.mayr@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

In der Lehrveranstaltung werden die Funktionsweisen sowie
grundlegende Entwurfsprinzipien digitaler Schaltungen vermittelt.
Ausgehend von Kenntnissen Uber Bauelemente-Modelle aktiver
Halbleiter wird der systematische Entwurf und die Analyse digitaler
und Mixed-Signal Grundschaltungen gelehrt. Weiterfiihrend werden
Architektur- und Systemkonzepte komplexer digitaler Systeme
behandelt. Die Lehrveranstaltung orientiert sich an innovativen
industriellen Konzepten und Fragestellungen auf dem Gebiet der VLSI-
Schaltungstechnik und wird standig an diese angepasst.
Diesbezugliche aktuelle Lehrinhalte umfassen schaltungstechnische
Besonderheiten in Nanoscale-CMOS-Technologien, Methoden zur
Reduktion der Verlustleistung (Low-Power-Schaltungstechnik),
MaRnahmen zur Steigerung der Verarbeitungsgeschwindigkeit in
High-Speed-Schaltungen und Interfaces sowie die Berlcksichtigung
statistischer Einflusse der Fertigungstechnologien.

Inhalte

e Analyse,

Dimensionierung  und  Optimierung  digitaler
kombinatorischer und sequenzieller Grundelemente auf der Basis
aktueller Halbleitertechnologien (CMOS, BiCMOS, u.a.)

e Entwurf komplexer Logikfunktionen in Form arithmetisch-logischer

ALU’s,
(Finite  State

Shifter,
Machines),

Schaltungen (z.B.
Zustandsautomaten
Oszillatorschaltungen

Multiplizierer),
Kipp- und

o Digitale Architektur- und Systemkonzepte wie z.B. Register-

Transfer-Logik, Speicher-Architekturen (DRAM, SRAM, EPROM) und
Mixed-Signal Schaltungen (ADC, DAC, Interfaces

e Methodik des Entwurfs komplexer digitaler und Mixed-Signal

Systeme (Verhaltensbeschreibung, Optimierung, Validierung)

Lehr- und
Lernformen

2 SWS Vorlesung, 1 SWS Ubung und Selbststudium

Voraussetzungen fur
die Teilnahme

Es werden Kenntnisse aus den Modulen
Elektrotechnik, elektronischen Bauelemente,
Mathematik vorausgesetzt.

Grundlagen der
Systemtheorie und

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Vertiefungsmodul des Mikrozertifikatprogrammes
Chip Design innerhalb des Zertifikatprogrammes Microelectronic
Engineering. Es schafft die Voraussetzungen fir die Module, die dieses
Modul im Feld ,Voraussetzungen fiir die Teilnahme* auflisten.
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Voraussetzungen fir
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprufung besteht aus einer Klausurarbeit von
120 Minuten Dauer.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 3 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 90 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Memory Technology

Modulnummer

Eul-ET-E-MemTe
(EUI-NES-E-MemTe, EUI-IST-E-MemTe)

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr.-Ing. Thomas Mikolajick
thomas.mikolajick@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden Kompetenzen,
die Konzepte zu optimieren und weiter zu entwickeln sowie, basierend
auf physikalischen Effekten, neue Speicherkonzepte zu entwickeln.
Daruber hinaus kénnen sie die Anwendungsbereiche und Grenzen der
behandelten Speicherkonzepte einschatzen.

Inhalte Inhalte des Moduls sind auf dem Markt etablierte und in Forschung
beziehungsweise Entwicklung befindliche Speicherkonzepte, und
zwar:

e Magnetische Speicher
e Optische Speicher
e Halbleiterspeicher wie SRAM, DRAM, Nichtflichtige Speicher,
das heiRt EPROM, EEPROM, Flash sowie
e Innovative Halbleiterspeicher wie zum Beispiel
ferroelektrische, magnet-oresistive, resisitive, organische und
Einzelmolekulspeicher.
Lehr- und 4 SWS Vorlesungen, 2 SWS Seminare sowie Selbststudium. Die
Lernformen Lehrsprache der Vorlesungen und Seminare ist Englisch.

Voraussetzungen fur
die Teilnahme

Im Masterstudiengang Nanoelectronic Systems werden grundlegende
Kenntnisse elektronischer Bauelemente auf Bachelorniveau
vorausgesetzt. In den Diplomstudiengédngen Elektrotechnik und
Informationssystemtechnik werden die in dem Modul Technologien
und Bauelemente der Mikroelektronik zu erwerbenden Kompetenzen
vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul nach § 6 Absatz 2 SO und § 33
Absatz 3 PO der Studienrichtung Nanoelectronics im
Masterstudiengang Nanoelectronic Systems. Des Weiteren ist es ein
Wabhlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich Kompetenzvertiefung
nach 8 6 Absatz 3 SO und 8 33 Absatz 4 PO des Hauptstudiums der
Studienrichtung Mikroelektronik im Diplomstudiengang
Elektrotechnik. AuBerdem ist es ein Wahlpflichtmodul aus dem
Wahlpflichtbereich Kompetenzvertiefung nach 8 6 Absatz 3 SO und §
33 Absatz 3 PO des Hauptstudiums des Fachgebietes Mikroelektronik,
Elektronische Schaltungen und Systeme im Diplomstudiengang
Informationssystemtechnik. Es schafft die Voraussetzungen fur die
Module, die dieses Modul im Feld ,Voraussetzungen fir die
Teilnahme” auflisten.
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Voraussetzungen fir
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprtfung besteht aus einer Klausurarbeit von
90 Minuten Dauer. Bei bis zu 20 angemeldeten Studierenden wird die
Klausurarbeit durch eine nicht 6ffentliche Mindliche Prifungsleistung
als Einzelprifung von 15 Minuten Dauer ersetzt; gegebenenfalls wird
dies den angemeldeten Studierenden am Ende des Anmeldezeitraums
in der jeweils Ublichen Weise bekannt gegeben.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 7 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Sommersemester,
angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 210 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst zwei Semester.
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Modulname

Integrierte Analogschaltungen

Modulnummer

EuI-ET-C-IAS
(EUI-BMT-E-IAS)

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr. sc. techn. Frank Ellinger
frank.ellinger@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls kennen die Studierenden die
grundlegenden Eigenschaften von Bauelementen und Schaltungen
wie Temperaturabhangigkeiten, Nichtlinearitaten, Rauschen und
Matching sowie wichtige Funktionsblocke integrierter analoger
Schaltungen. Sie sind in der Lage, symbolische Analysen
durchzufuhren sowie Schaltungen zu dimensionieren und kdénnen
analoge Schaltkreise entwerfen.

Inhalte Inhalte des Moduls sind integrierte Analogschaltungen wie
beispielsweise Referenzquellen, Transkonduktanzverstarker,
Analogschalter, Mischer, SC-Schaltungen und Funktionsschaltungen.
Lehr- und 2 SWS Vorlesungen, 2 SWS Ubungen sowie Selbststudium
Lernformen

Voraussetzungen fir
die Teilnahme

Es werden die in dem Modul Schaltungstechnik zu erwerbenden
Kompetenzen vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Pflichtmodul des Hauptstudiums der
Studienrichtungen Informationstechnik und Mikroelektronik im
Diplomstudiengang Elektrotechnik. Des Weiteren ist es ein
Wahlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich Biomedizinisch-
technische Vertiefung nach 86 Absatz 3 SO und 833 Absatz 3 PO des
Hauptstudiums im Diplomstudiengang Biomedizinische Technik. Es
schafft die Voraussetzungen fur die Module, die dieses Modul im Feld

~Voraussetzungen fur die Teilnahme" auflisten.

Voraussetzungen fir
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus einer Klausurarbeit von
120 Minuten Dauer.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 5 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 150 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Radio Frequency Integrated Circuits

Modulnummer

Eul-ET-E-RFICE
(EUI-IST-E-RFICE)

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr. sc. techn. Frank Ellinger
frank.ellinger@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls beherrschen die Studierenden die
Methoden des Entwurfs von analogen integrierten
Hochfrequenzschaltungen. Sie kennen die Grundschaltungen und die
Architekturen der Systeme. Sie beherrschen die Analyse und
Optimierung dieser Schaltungen und lernen Entwurfswerkzeuge fur
Schaltungen kennen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind Architekturen fir Hochfrequenz-Frontends -
Sender und Empfanger - fur die schnelle mobile Datenkommunikation
sowie integrierte Hochfrequenzschaltungen wie zum Beispiel
rauscharme Verstarker, Leistungsverstarker, Mischer und Oszillatoren
auf der Basis von aktiven und passiven Bauelementen. Weiterhin
umfasst das Modul aggressiv skalierte CMOS, BiCMOS, More-
thanMoore und Beyond-Moore Halbleiter-Technologien in Bezug auf
das Schaltungsdesign.

Lehr- und
Lernformen

3 SWS Vorlesungen, 1 SWS Ubungen, 2 SWS Praktika sowie
Selbststudium. Die Lehrsprache der Vorlesungen, Ubungen und
Praktika ist Englisch.

Voraussetzungen fur
die Teilnahme

Es werden die in dem Modul Schaltungstechnik zu erwerbenden
Kompetenzen vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich
Kompetenzvertiefung nach § 6 Absatz 3 SO und § 33 Absatz 4 PO des
Hauptstudiums der Studienrichtungen Informationstechnik und
Mikroelektronik im Diplomstudiengang Elektrotechnik. Des Weiteren
ist es ein Wahlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich
Kompetenzvertiefung nach 8 6 Absatz 3 SO und § 33 Absatz 3 PO des
Hauptstudiums des Fachgebietes Mikroelektronik, Elektronische
Schaltungen und Systeme im Diplomstudiengang
Informationssystemtechnik. Es schafft die Voraussetzungen fur die
Module, die dieses Modul im Feld ,Voraussetzungen fir die
Teilnahme*” auflisten.

Voraussetzungen fur
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprtfung besteht aus einer Klausurarbeit von
120 Minuten Dauer in englischer Sprache. Die Beantwortung der
Klausurarbeit kann nach Wahl der oder des Studierenden in englischer
oder deutscher Sprache erfolgen.
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Leistungspunkte und | Durch das Modul kénnen 7 Leistungspunkte erworben werden. Die
Noten Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.

Moduls

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 210 Stunden.

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Innovative Concepts for Active Nanoelectronic Devices

Modulnummer

EuI-ET-E-ICAND
(EUI-NES-E-ICAND)

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr.-Ing. Thomas Mikolajick
thomas.mikolajick@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden einerseits die
Fahigkeit, aus der Kenntnis des Aufbaus, der Eigenschaften, der
Herstellung und der Strukturbildung von Materialien und der Effekte
und den Grundtypen kleiner Strukturen von Bauelementekonzepten,
Anwendungen und Zukunftstrends sowie der bottom up und top down
Nanoelektronikkonzepte, materialwissenschaftlichen Rand-
bedingungen zu erkennen. Weiterhin sind sie in der Lage, innovative
Konzepte fur aktive Bauelemente und Systeme der Nanoelektronik zu
gestalten und physikalische Effekte und Transportmechanismen zu
verstehen sowie konkrete Ausfihrungsformen flr derzeit im Einsatz
aber auch im Forschungs- oder Entwicklungsstadium befindliche
Bauelemente und die jeweiligen technologischen und elektrischen
Randbedingungen zu erkennen.

Inhalte Inhalte des Moduls sind innovative Halbleiterbauelemente sowie
Materialien der Nanoelektronik.

Lehr- und 4 SWS Vorlesungen, 1 SWS Ubungen, 1 SWS Praktika sowie

Lernformen Selbststudium. Die Lehrsprache der Vorlesungen, Ubungen und

Praktika ist Englisch.

Voraussetzungen fir
die Teilnahme

Im Diplomstudiengang Elektrotechnik werden die in den Modulen
Physik und Technologien und Bauelemente der Mikroelektronik zu
erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt. Im Masterstudiengang
Nanoelectronic Systems werden Kompetenzen in den Grundlagen der
Physik, der Halbleiterelektronik und in elektronischen Bauelementen
vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich
Kompetenzvertiefung nach 8 6 Absatz 3 SO und § 33 Absatz 4 PO des
Hauptstudiums  der  Studienrichtung Mikroelektronik  im
Diplomstudiengang Elektrotechnik. Des Weiteren ist es ein
Wahlpflichtmodul nach 8 6 Absatz 2 SO und 8§ 33 Absatz 3 PO im
Masterstudiengang Nanoelectronic Systems. Es schafft die
Voraussetzungen fur die Module, die dieses Modul im Feld
sVoraussetzungen fir die Teilnahme" auflisten.
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Voraussetzungen fir
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprtfung besteht aus einer Klausurarbeit von
120 Minuten Dauer. Bei bis zu 20 angemeldeten Studierenden wird die
Klausurarbeit durch eine nicht 6ffentliche Mindliche Prifungsleistung
als Einzelprifung von 30 Minuten Dauer ersetzt; gegebenenfalls wird
dies den angemeldeten Studierenden am Ende des Anmeldezeitraums
in der jeweils Ublichen Weise bekannt gegeben.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 7 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 210 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Rechnergestitzter Schaltkreisentwurf

Modulnummer

EuI-ET-C-RgSKE

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Georg Mayr
christian.mayr@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls beherrschen die Studierenden die
systematische Entwicklung des Datenpfades - Register-Transfer-
Beschreibung - und des Steuerwerks - FSM -, aus dem
Datenabhangigkeitsgraphen. Auch kennen sie den
Implementierungsflow, der sowohl die automatisierte Synthese
komplexer Blécke als auch manuell optimierte digitale
Datenpfadelemente umfasst. Die Studierenden beherrschen ebenfalls
die Methodik des rechnergestitzten Layoutentwurfs.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind die Schaltkreisentwicklung mit Grundlagen
und Methoden zur Entwicklung applikationsspezifischer digitaler
integrierter Schaltungen, ASICs, sowie der Implementierung und der
funktionalen Verifikation - Simulation - des ASICs bis hin zur Netzliste
einer vollstdndigen Gatterschaltung. Ein weiterer Inhalt ist der
Layoutentwurf mit der Entwurfsmethodik und detaillierter Darstellung
der Schritte beim rechnergestltzten Layoutentwurf, beginnend von
der Netzliste bis zur Layoutdarstellung einer elektronischen
Baugruppe wie Schaltkreise, MCMs oder Leiterplatten.

Lehr- und
Lernformen

4 SWS Vorlesungen, 1 SWS Ubungen, 1 SWS Projekte sowie
Selbststudium

Voraussetzungen fir
die Teilnahme

Es werden die in den Modulen Grundlagen der Elektrotechnik und
Gerateentwicklung zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Pflichtmodul des Hauptstudiums der
Studienrichtung Mikroelektronik im Diplomstudiengang
Elektrotechnik. Es schafft die Voraussetzungen fur die Module, die
dieses Modul im Feld ,Voraussetzungen fiur die Teilnahme* auflisten.

Voraussetzungen fur
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus einer Komplexen
Leistung im Umfang von 40 Stunden und einer nicht 6ffentlichen
Muandlichen Prufungsleistung als Gruppenprtfung von 20 Minuten
Dauer pro Person. Beide Prufungsleistungen sind bestehensrelevant.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 7 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Noten
der Prifungsleistungen. Hierbei wird die Komplexe Leistung zweifach
und die Mundliche Prufungsleistung einfach gewichtet.
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Haufigkeit des Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.
Moduls

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 210 Stunden.

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Thermischer Entwurf

Modulnummer

Eul-MZP-V-TEnt

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr.-Ing. Peter Schneider
peter.schneider1@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls beherrschen die Studierenden die
Vorgehensweise beim thermischen Entwurf. Sie kénnen analytische
Lésungen fur Warmeubertragungsprobleme anwenden und sind mit
thermischen Modellen, mit raumlich konzentrierten und raumlich
verteilten Parametern vertraut. Sie beherrschen zudem praxisnahe
messtechnische Probleme der thermischen Dimensionierung.

Inhalte Inhalte des Moduls sind der thermische Entwurf mit den Grundlagen
des Warmetransports, thermischen Rechnungen und Modellen sowie
messtechnische Probleme der thermischen Dimensionierung.

Lehr- und 1 SWS Vorlesungen, 2 SWS Ubungen sowie Selbststudium

Lernformen

Voraussetzungen fur
die Teilnahme

Es werden die in den Grundlagenmodulen Schaltungstechnik und
Elektronische  Bauelemente zu erwerbenden Kompetenzen
vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Vertiefungsmodul des Mikrozertifikatprogrammes
Chip Design innerhalb des Zertifikatprogrammes Microelectronic
Engineering. Es schafft die Voraussetzungen fur die Module, die dieses
Modul im Feld ,Voraussetzungen fiir die Teilnahme* auflisten.

Voraussetzungen fur
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprtfung besteht aus einer nicht 6ffentlichen
Muandlichen Prufungsleistung als Einzelprifung von 30 Minuten
Dauer. Bei mehr als 15 angemeldeten Studierenden kann die
Mundliche Prufungsleistung durch eine Klausurarbeit von 90 Minuten
Dauer ersetzt werden; gegebenenfalls wird dies den angemeldeten
Studierenden am Ende des Anmeldezeitraums in der jeweils Ublichen
Weise bekannt gegeben.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 3 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 90 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

VLSI Processor Design

Modulnummer

EuI-ET-E-VLSI
(EUI-NES-E-VLSI, EUI-IST-E-VLSI)

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Georg Mayr
christian.mayr@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, eine
vollstdndige Implementierung und Verifikation eines VLSI-Systems am
Modell eines Prozessors wie zum Beispiel in der Komplexitat eines
8051 unter Nutzung industrieller Entwurfssoftware wie Synopsys oder
Cadence durchzufuhren.

Inhalte

Inhalt des Moduls sind:

Grundlagen, Konzepte und Methoden zur Entwicklung
komplexer digitaler VLSI-Systeme

Architekturkonzepte far hochintegrierte digitale
Verarbeitungssysteme insbesondere aus den Bereichen der
Prozessorsysteme sowie anwendungsspezifische Systeme der
Signalverarbeitung

Methoden der effizienten Uberfiihrung der
Architekturkonzepte in die hochintegrierte Implementierung
eines digitalen Systems

Spezifikation und abstrakte Modellierung des Systems,
Uberfihrung in  eine  Register-Transfer-Beschreibung,
abgekirzt RTL, automatisierte Schaltungssynthese und
physische  Implementierung wie Place & Route,
Layoutsynthese, deren Ergebnis die Daten fur die
Chipfertigung liefert

Verifikation des Entwurfs auf allen Abstraktionsebenen, das
heil3t Verhalten/ Implementierung durch Simulation, das heil3t
funktionale Verifikation

Nachweis der Aquivalenz von Transformationsschritten durch
formale Verifikation, die Uberpriifung der Einhaltung von
Entwurfsregeln, das heil3t Signoff-Verifikation sowie
Erprobung im Entwurfsteam, das heilst Aufgabenteilung,
Festlegung von Schnittstellen, Ablauf- und Zeitplanung.

Lehr- und
Lernformen

2 SWS Vorlesungen, 2 SWS Ubungen, 2 SWS Praktika sowie
Selbststudium. Die Lehrsprache der Vorlesungen, Ubungen und
Praktika ist Englisch.
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Voraussetzungen fir
die Teilnahme

Im Masterstudiengang Nanoelectronic Systems werden Kenntnisse
auf dem Gebiet der Schaltungstechnik und Systemtheorie auf
Bachelorniveau vorausgesetzt. In den Diplomstudiengéangen
Elektrotechnik und Informationssystemtechnik werden die in den
Modulen Grundlagen der Elektrotechnik, Funktionentheorie, Partielle
Differentialgleichungen und Wahrscheinlichkeitstheorie,
Schaltungstechnik und Systemtheorie zu erwerbenden Kompetenzen
vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul nach § 6 Absatz 2 SO und § 33
Absatz 3 PO der Studienrichtung Nanoelectronics im
Masterstudiengang Nanoelectronic Systems. Des Weiteren ist es ein
Wabhlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich Kompetenzvertiefung
nach § 6 Absatz 3 SO und § 33 Absatz 4 PO des Hauptstudiums der
Studienrichtungen Informationstechnik und Mikroelektronik im
Diplomstudiengang  Elektrotechnik. = AuBerdem ist es ein
Wahlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich Kompetenzvertiefung
nach 8 6 Absatz 3 SO und § 33 Absatz 3 PO des Hauptstudiums des
Fachgebietes Mikroelektronik, Elektronische Schaltungen und
Systeme im Diplomstudiengang Informationssystemtechnik. Es
schafft die Voraussetzungen fur die Module, die dieses Modul im Feld
~Voraussetzungen fir die Teilnahme" auflisten.

Voraussetzungen fir
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprtfung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus einer Komplexen
Leistung im Umfang von 50 Stunden.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 7 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 210 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Entwurfsautomatisierung

Modulnummer

Eul-ET-E-EntwA
(EUI-IST-E-EntwA)

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Lienig
jens.lienig@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls haben die Studierenden Kenntnis von den
Algorithmen erlangt, welche innerhalb eines modernen
Entwurfssystems flir den rechnergestitzten Layoutentwurf ablaufen.
Sie sind damit in der Lage, Entwurfsmodule selbst zu schreiben und
industriell genutzte Entwurfswerkzeuge an konkrete Anforderungen
anzupassen.

Inhalte Inhalt des Moduls sind:

e die Bedeutung der Entwurfsautomatisierung

e Entwurfsstile, Entwurfsablaufe, Layoutentwurf, geometrische

Grundlagen und anderes

e Floorplanning

e Partitionierungs- und Platzierungsalgorithmen

e Verdrahtungsalgorithmen

e Methoden zur Kompaktierung und Verifikation sowie

e Entwicklungstrends bei der Entwurfsautomatisierung
Lehr- und 2 SWS Vorlesungen, 2 SWS Ubungen, 2 SWS Seminare sowie
Lernformen Selbststudium

Voraussetzungen fur
die Teilnahme

Im Diplomstudiengang Elektrotechnik werden die in den Modulen
Grundlagen der Elektrotechnik und Informatik zu erwerbenden
Kompetenzen vorausgesetzt. Im Diplomstudiengang
Informationssystemtechnik werden die in dem Modul Grundlagen der
Elektrotechnik zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich
Kompetenzvertiefung nach § 6 Absatz 3 SO und § 33 Absatz 4 PO des
Hauptstudiums der Studienrichtungen Gerdte- Mikro- und
Medizintechnik sowie Mikroelektronik im Diplomstudiengang
Elektrotechnik. Des Weiteren ist es ein Wahlpflichtmodul aus dem
Wahlpflichtbereich Kompetenzvertiefung nach 8 6 Absatz 3 SO und §
33 Absatz 3 PO des Hauptstudiums des Fachgebietes Mikroelektronik,
Elektronische Schaltungen und Systeme im Diplomstudiengang
Informationssystemtechnik. Es schafft die Voraussetzungen fur die
Module, die dieses Modul im Feld ,Voraussetzungen fir die
Teilnahme" auflisten.
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Voraussetzungen fir
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus einer nicht 6ffentlichen
Mandlichen Prufungsleistung als Einzelprifung von 30 Minuten Dauer
und einem Portfolio im Umfang von 20 Stunden. Beide
Prafungsleistungen sind bestehensrelevant.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 7 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Noten
der Prufungsleistungen. Hierbei wird die Mindliche Prifungsleistung
dreifach und das Portfolio zweifach gewichtet.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 210 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Integrated Circuits for Broadband Optical Communications

Modulnummer

EuI-ET-E-ICBC
(EUI-NES-E-ICBC, EUI-IST-E-ICBC)

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr. sc. techn. Frank Ellinger
frank.ellinger@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, die
Grundlagen und die Methoden des Entwurfs von schnellen
integrierten  Schaltungen und Systemen fir die optische
Breitbandkommunikation zu verstehen und anzuwenden. Sie kénnen
diese Schaltungen analysieren und optimieren und lernen
Entwurfswerkzeuge fur Schaltungen kennen.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind integrierte Schaltungen fir die optische
Breitband-Kommunikation wie zum Beispiel
Transimpedanzverstarker, Detektorschaltungen, Lasertreiber,
Multiplexer, Frequenzteiler, Oszillatoren, Phasenregelschleifen,
Synthesizer und Schaltungen zur Datenrtuckgewinnung.

Lehr- und
Lernformen

3 SWS Vorlesungen, 1 SWS Ubungen, 2 SWS Praktika sowie
Selbststudium. Die Lehrsprache der Vorlesungen, Ubungen und
Praktika ist Englisch.

Voraussetzungen fur
die Teilnahme

Im Masterstudiengang Nanoelectronic ~ Systems  werden
Grundkenntnisse der Schaltungstechnik auf Bachelorniveau
vorausgesetzt. In den Diplomstudiengdngen Elektrotechnik und
Informationssystemtechnik ~ werden die in dem  Modul
Schaltungstechnik zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul nach § 6 Absatz 2 SO und § 33
Absatz 3 PO im Masterstudiengang Nanoelectronic Systems. Des
Weiteren ist es ein Wahlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich
Kompetenzvertiefung nach § 6 Absatz 3 SO und § 33 Absatz 4 PO des
Hauptstudiums der Studienrichtungen Informationstechnik und
Mikroelektronik im Diplomstudiengang Elektrotechnik. AuRerdem ist
es ein  Wahlpflichtmodul aus dem  Wahlpflichtbereich
Kompetenzvertiefung nach § 6 Absatz 3 SO und § 33 Absatz 3 PO des
Hauptstudiums des Fachgebietes Mikroelektronik, Elektronische
Schaltungen und Systeme im Diplomstudiengang
Informationssystemtechnik. Es schafft die Voraussetzungen fur die
Module, die dieses Modul im Feld ,Voraussetzungen fir die
Teilnahme*” auflisten.
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Voraussetzungen fir
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprtfung
bestanden ist. Die Modulprtfung besteht aus einer Klausurarbeit von
120 Minuten Dauer in englischer Sprache. Die Beantwortung der
Klausurarbeit kann nach Wahl der oder des Studierenden in englischer
oder deutscher Sprache erfolgen.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 7 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 210 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulname

Elektromechanische und mikroelektromechanische Systeme

Modulnummer

Eul-ET-E-EMS
(EUI-IST-E-EMS, EuI-MT-E-EMS)

Verantwortliche
Dozentin oder
verantwortlicher
Dozent

Prof. Dr.-Ing. habil. Uwe Marschner
uwe.marschner@tu-dresden.de

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls verfigen die Studierenden Uber
grundlegende methodische und praktische Kenntnisse zum effektiven
Entwurf und zur anschaulichen Analyse des dynamischen Verhaltens
von elektromechanischen, mikroelektromechanischen, abgekurzt
MEMS, und elektromagnetischen Systemen sowie zur Funktion und
Modellierung umkehrbarer elektromechanischer Wandler in Sensoren
und Aktoren. Sie kennen die Parameterbestimmung mit Finite-
Elemente-Methoden und beherrschen die Methodik der Kombination
der Verfahren mittels virtueller Schnittbauelemente. Die Studierenden
sind in der Lage, die ubersichtlichen wund anschaulichen
Analyseverfahren elektrischer Netzwerke anzuwenden, ein besseres
physikalisches Verstandnis zu entwickeln, physikalisch
unterschiedliche Teilsysteme geschlossen zu entwerfen und mit
vorhandener Entwurfssoftware wie zum Beispiel SPICE zu simulieren.

Inhalte

Inhalte des Moduls sind die Beschreibung miteinander gekoppelter
multiphysikalischer Teilsysteme in Form einer gemeinsamen
schaltungstechnischen Darstellung und deren Verhaltenssimulation.
Analysiert werden einfache mechanische, magnetische, fluidische -
akustische -, elektrische und gekoppelte Systeme einschlie3lich ihrer
Wechselwirkungen. Komplexe Probleme der entwurfsbegleitenden
Optimierung des dynamischen Verhaltens elektromechanischer
Systeme werden durch Kombination der Netzwerksimulation
elektromechanischer Systeme mit dem Verfahren der Finite-Elemente-
Modellierung gel6st. Der Praktikumsteil umfasst Finite-Elemente- und
LTSPICE-Simulationstools.

Lehr- und
Lernformen

2 SWS Vorlesungen, 2 SWS Ubungen, 1 SWS Praktika sowie
Selbststudium

Voraussetzungen fir
die Teilnahme

Es werden die in den Modulen Grundlagen der Elektrotechnik sowie in
den Diplomstudiengangen Mechatronik und Elektrotechnik die in den
Modulen Physik und Werkstoffe und im Diplomstudiengang
Informationssystemtechnik die in dem Modul Technologien und
Bauelemente der Mikroelektronik zu erwerbenden Kompetenzen
vorausgesetzt.
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Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich
Kompetenzvertiefung nach 8 6 Absatz 3 SO und § 33 Absatz 4 PO des
Hauptstudiums  der  Studienrichtung Mikroelektronik  im
Diplomstudiengang Elektrotechnik. Des Weiteren ist es ein
Wahlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich Kompetenzvertiefung
nach 8 6 Absatz 3 SO und § 33 Absatz 3 PO des Hauptstudiums des
Fachgebietes Mikroelektronik, Elektronische Schaltungen und
Systeme im  Diplomstudiengang Informationssystemtechnik.
AuBerdem ist es ein Wahlpflichtmodul aus dem Wahlpflichtbereich
Methoden und Anwendungen nach § 6 Absatz 3 SO und § 33 Absatz 3
PO des Hauptstudiums im Diplomstudiengang Mechatronik. Es schafft
die Voraussetzungen fir die Module, die dieses Modul im Feld
LVoraussetzungen fur die Teilnahme" auflisten.

Voraussetzungen fur
die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus einem Portfolio im
Umfang von 8 Stunden und einer Klausurarbeit von 120 Minuten
Dauer. Bei bis zu 10 angemeldeten Studierenden wird die
Klausurarbeit durch eine nicht 6ffentliche Mundliche Prifungsleistung
als Gruppenprufung von 20 Minuten Dauer pro Person ersetzt;
gegebenenfalls wird dies den angemeldeten Studierenden am Ende
des Anmeldezeitraums in der jeweils Ublichen Weise bekannt
gegeben.

Leistungspunkte und
Noten

Durch das Modul kénnen 7 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der
Prafungsleistungen. Hierbei wird die Klausurarbeit beziehungsweise
Muandliche Prufungsleistung dreifach und das Portfolio einfach
gewichtet.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand betragt insgesamt 210 Stunden.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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